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Leiterplatten-Design ist ein kritischer und kom-
plexer Prozess, der mehrere Phasen umfasst 
– von der Konzeption und der Erstellung von 
Schaltplänen bis hin zum Layoutdesign und 
der endgültigen Fertigung. Mit dem technolo-
gischen Fortschritt werden Leiterplatten selbst 
immer komplexer und erfordern aufwändige 
Konstruktionen und eine präzise Entwicklungs
ausführung. Diese Komplexität in Verbindung mit 
der Notwendigkeit schneller Entwicklungszyklen 
erfordert einen kollaborativen Ansatz, bei dem 
verschiedene Experten und Interessengruppen 
zusammengebracht werden, um die Entwick-
lung effizienter, zuverlässiger und innovativer 
Elektronikprodukte sicherzustellen. 

Eine effektive Zusammenarbeit zwischen 
Teammitgliedern und über verschiedene Dis-
ziplinen und Domänen hinweg kann die Inno-
vation erheblich verbessern, Fehler reduzieren 
und die Gesamteffizienz verbessern. 

Die Zusammenarbeit  
beim Leiterplattendesign  
ist aus vielen Gründen entscheidend:

•	 Komplexitäts-Management
Moderne Leiterplatten sind hochkomplex und 
weisen oft mehrere Schichten, kompliziertes 
Routing und eine Vielzahl von Komponenten 
auf. Die Zusammenarbeit stellt sicher, dass 
verschiedene Aspekte des Entwurfs, wie elek-
trische, mechanische und thermische Überle-
gungen, nahtlos integriert werden.

•	 verbesserte Innovation und Kreativität
Zusammenarbeit fördert ein Umfeld, in dem 
vielfältige Ideen und Kreativität gedeihen. Die 
Teammitglieder können Vorschläge sammeln, 
Ideen austauschen und auf den gegenseitigen 
Vorschlägen aufbauen, was zu innovativen 
Lösungen und effektiveren Designs führt.  
Bei ihrer Zusammenarbeit bringen Ingenieure, 
Konstrukteure und andere Beteiligte einzig
artige Perspektiven und Fachwissen ein. Diese 
Vielfalt führt zu innovativen Lösungen, die sich 
in einem isolierten Umfeld möglicherweise nicht 
entwickeln würden. Beispielsweise kann ein 
Maschinenbauingenieur einen innovativen Vor-
schlag zur Anordnung von Komponenten für 
ein verbessertes Wärmemanagement machen, 
während ein Elektroingenieur das Schaltungs-
Layout für eine bessere Leistung optimieren 
kann. Solche interdisziplinären, bidirektio-
nalen Interaktionen sind entscheidend, um 
die Grenzen des Leiterplattendesigns weiter 
zu verschieben.

•	 Fehlerreduzierung
Kollaboration beim Design hilft bei der früh-
zeitigen Erkennung und Korrektur von Feh-
lern. Funktionsübergreifende Teams können 
unterschiedliche Perspektiven einbringen, 
was zu gründlicheren Designprüfungen und 
Validierungsprozessen führt.

•	 verbesserte Design-Genauigkeit  
und -qualität
Leiterplatten-Design erfordert höchste Auf-
merksamkeit für Details, um sicherzustellen, 
dass das Endprodukt korrekt funktioniert. 
Die Zusammenarbeit zwischen den Team-
Mitgliedern hilft, Fehler im Konstruktions-
prozess frühzeitig zu erkennen. Anhand von 
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Verbesserung von Innovation und Effizienz

Eine Lanze für Zusammenarbeit  
im Leiterplatten-Design
Das Leiterplatten-Design ist durch steigende technische Komplexität und kürzere Entwicklungszyklen geprägt. 
Moderne Leiterplatten vereinen mehrere Schichten, komplexe Komponenten und verschiedene technische 
Anforderungen. Deshalb ist eine enge Kooperation über Fachbereiche hinweg essenziell. 

Multidisziplinäre Teams arbeiten beim PCB-Design zusammen. Dies kann auch als Concurrent 
Design bezeichnet werden.
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Peer Reviews können beispielsweise Team-
Mitglieder ihre Arbeit gegenseitig auf den Prüf-
stand stellen und potenzielle Probleme identi-
fizieren, die möglicherweise übersehen wur-
den. Dieser kollaborative Prüfprozess verbes-
sert die Gesamtqualität und Genauigkeit des 
Leiterplatten-Designs erheblich.

•	 Geschwindigkeit, Effizienz  
und Problemlösung
Zusammenarbeit beschleunigt den Kon-
struktionsprozess. Durch die Zusammen
arbeit können Teams Aufgaben parallelisie-
ren, Probleme schnell lösen und Wissen aus-
tauschen, wodurch die Zeit vom Konzept bis 
zur Produktion verkürzt wird. Probleme beim 
Leiterplattenentwurf können komplex und viel-
schichtig sein und erfordern den Input ver-
schiedener Experten, um sie zu lösen. Wenn 
Team-Mitglieder zusammenarbeiten, kön-
nen sie ihr Wissen schnell bündeln, um Pro-
bleme effektiv zu beheben. Dieser kollektive 
Problemlösungsansatz beschleunigt nicht nur 
den Lösungsprozess, sondern führt auch zu 
robusteren Lösungen. Wenn beispielsweise ein 
Problem mit der Signalintegrität auftritt, kann 
der Input sowohl vom Layout-Konstrukteur als 
auch vom für die Signalintegrität zuständigen 
Ingenieur entscheidend sein, um die Grund-
ursache zu identifizieren und zu beheben. 

•	 optimierter Arbeitsablauf  
und verkürzte Markteinführungszeit
Gemeinsame Bemühungen optimieren den 
Arbeitsablauf beim Leiterplatten-Design, 

reduzieren Redundanzen und verbessern die 
Kommunikation. Durch die Zusammenarbeit 
können die Team-Mitglieder ihre Aufgaben 
synchronisieren und sicherstellen, dass jede 
Phase des Konstruktionsprozesses reibungs-
los verläuft. Diese Koordination ist entschei-
dend, um knappe Fristen einzuhalten und die 
Markteinführungszeit zu verkürzen. Tools, die 
kollaboratives Design unterstützen, wie die 
cloud-basierte PCB-Designsoftware, ver-
bessern diesen optimierten Workflow weiter, 
indem sie die Zusammenarbeit und Aktuali
sierungen in Echtzeit ermöglichen.

•	 verbesserter Wissensaustausch  
und Kompetenzentwicklung
Die Zusammenarbeit beim Leiterplatten-
Design ist auch eine wertvolle Gelegenheit 
für Wissensaustausch, Mentoring und Kom-
petenzentwicklung. Nachwuchsingenieure und 
-konstrukteure können von ihren erfahreneren 
Kollegen lernen und Einblicke in bewährte Ver-
fahren und fortschrittliche Techniken gewin-
nen. Dieser Wissenstransfer ist nicht nur für 
die beteiligten Personen von Vorteil, sondern 
auch für das Unternehmen als Ganzes, da 
er dazu beiträgt, ein qualifizierteres und viel
seitigeres Team aufzubauen.

•	 größere Flexibilität  
und Anpassungsfähigkeit
Die hohe Entwicklungsgeschwindigkeit der 
Technologien erfordert Flexibilität und Anpas-
sungsfähigkeit beim Leiterplatten-Design. 
Kollaborative Teams sind besser aufgestellt, 

um Änderungen der Projektanforderungen oder 
unerwartete Herausforderungen zu bewälti-
gen. Mit einem kollaborativen Ansatz können 
die Teammitglieder ihre Bemühungen schnell 
neu ausrichten und notwendige Anpassungen 
am Design vornehmen, um sicherzustellen, 
dass das Projekt trotz Unterbrechungen auf 
Kurs bleibt.

•	 erhöhte Verantwortung  
und Eigenverantwortung
Wenn Team-Mitglieder zusammenarbeiten, gibt 
es ein erhöhtes Gefühl der Verantwortung und 
Eigenverantwortung für das Projekt. Jedes Mit-
glied versteht seine Rolle und wie sich seine 
Beiträge auf den Gesamterfolg des Designs 
auswirken. Dieses Bewusstsein für Verant-
wortung fördert Engagement und Motivation 
im Team, was zu hochwertigeren Ergebnissen 
führt und die Wahrscheinlichkeit steigert, dass 
das Projekt erfolgreich abgeschlossen wird.

Positive Aspekte
Die Vorteile einer effektiven Zusammenarbeit 

im Leiterplatten-Design sind in vielerlei Hinsicht 
signifikant. Verbesserte Konstruktionsqualität durch 
gemeinsame Anstrengungen ergibt robustere 
und optimierte Designs. Geteiltes Know-how und 
gemeinsam erarbeitete Problemlösung führen zu 
qualitativ hochwertigeren Ergebnissen. Durch die 
Optimierung des Konstruktionsprozesses und die 
Minimierung von Iterationen infolge der Zusam-
menarbeit kommen Produkte schneller auf den 
Markt. Dies ist in der hart umkämpften Elektronik-
industrie von größter Wichtigkeit. Kosteneffizienz 
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Mehrere PCB-Designer (Benutzer) arbeiten gleichzeitig und in Echtzeit an demselben Xpedition PCB-Layout-Design.
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durch frühzeitige Fehlererkennung und -behebung 
reduziert den Bedarf an kostspieligen Neukon-
struktionen und Nacharbeiten. Eine effiziente 
Ressourcennutzung und parallele Aufgabenaus-
führung tragen ebenfalls zu Kosteneinsparungen 
bei. Zu guter Letzt betrifft einer der wichtigsten 
Vorteile der Zusammenarbeit die Kommunikation. 

Ein wichtiger Punkt
Seit Jahren gilt in der Branche unverändert 

das Motto „Kommunikation … Kommunikation 
… Kommunikation!“. Es wird gerne wieder auf-
gegriffen, wenn es um Best Practices im erfolg-
reichen Leiterplattendesign geht. Während eines 
Projektplanungszyklus kann man gar nicht zu viel 
kommunizieren. Eine verbesserte Dokumentation 
und Kommunikation zwischen allen Beteiligten 
(intern und extern) in Bezug auf bereichs- und 
disziplinübergreifende Integrationen und Zusam-
menarbeit stellt sicher, dass alle Teammitglieder 
und Beteiligten auf dem gleichen Stand sind und 
die Konstruktionsabsicht klar an die Fertigung 
weitergegeben wird.

Strategien
Um eine effektive Zusammenarbeit beim Leiter

platten-Design zu fördern, stehen Unternehmen 
mehrere Strategien zur Verfügung:

•	 Nutzung kollaborativer Softwaretools
Moderne Leiterplatten-Designtools, wie bei-
spielsweise Siemens Xpedition und PADS 
Professional, Cadence Allegro und OrCAD, 
Altium Designer und Zuken, bieten kollabo-
rative Funktionen einschließlich Versionskon-
trolle, Echtzeitkommentierung und gemein-
sam genutzten Arbeitsbereichen. Diese Tools 
ermöglichen es mehreren Desginern, gleich-
zeitig an demselben Projekt zu arbeiten.

•	 Implementierung von 
Versionskontrollsystemen (VSCs)
Versionskontrollsysteme ermöglichen es 
Teams, Änderungen zu verfolgen und zu ver-
walten sowie effektiver zusammenzuarbeiten. 
So wird sichergestellt, dass jeder mit den neu-
esten Konstruktionsdateien arbeitet, wobei 
man bei Bedarf zu einer früheren Version 
zurückkehren kann.

•	 Förderung funktionsübergreifender Teams
Durch die Zusammenführung von Ingeni-
euren aus verschiedenen Disziplinen – wie 
Elektroingenieurwesen, Maschinenbau und 
Softwareengineering – wird sichergestellt, 
dass alle Aspekte des Designs berücksich-
tigt werden. Funktionsübergreifende Teams 
können potenzielle Probleme frühzeitig erken-
nen und umfassende Lösungen vorschlagen.

•	 Durchführung regelmäßiger 
Entwurfsprüfungen
Geplante Entwurfsprüfungen unter Einbe-
ziehung aller Beteiligten helfen bei der früh
zeitigen Erkennung potenzieller Probleme. 
Diese Prüfungen bieten eine Plattform für 
Feedback und stellen sicher, dass der Ent-
wurf alle Anforderungen und Standards erfüllt.

•	 Nutzung cloud-basierter Plattformen
Cloud-basierte Design-Plattformen erleichtern 
die Zusammenarbeit bei räumlicher Entfer-
nung und ermöglichen es Team-Mitgliedern, 
unabhängig von ihrem physischen Stand-
ort zusammenzuarbeiten. Diese Plattformen 
bieten zentrale Datenspeicherung, einfachen 
Zugriff auf Entwurfsdateien und eine nahtlose 
Integration mit anderen Tools.

•	 Förderung einer kollaborativen Kultur
Die Schaffung einer Kultur, die Team-Arbeit, 
offene Kommunikation und gegenseitigen 
Respekt würdigt, ist für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit unerlässlich. Die Ermu-
tigung der Team-Mitglieder, Ideen aus-
zutauschen und konstruktives Feedback 
zu geben, verbessert den gesamten Kon-
struktionsprozess.

Fazit
Zusammenarbeit ist für den Leiterplatten-

entwurf unerlässlich und bietet zahlreiche Vor-
teile, die Innovation, Qualität und Effizienz des 
Entwurfsprozesses steigern. Kollaboration ver-
wandelt den Leiterplatten-Entwurfsprozess von 
einem einsamen Unterfangen in eine syner
getische Reise zur Entwicklung innovativster 
elektronischer Produkte. Zusammenarbeit ist 
nicht nur ein Trend, sondern eine Notwendig-

keit in der heutigen schnelllebigen und komple-
xen Elektronikbranche.

Durch die Nutzung kollaborativer Tools, die 
Förderung funktionsübergreifender Team-
Arbeit und einer Kultur der offenen Kommuni-
kation können Unternehmen ihre Leiterplatten-
Design-Prozesse erheblich verbessern, die 
vielfältige Expertise der Team-Mitglieder nut-
zen, Arbeitsabläufe rationalisieren und die Ent-
wicklung modernster elektronischer Produkte 
beschleunigen. Das Ergebnis sind hochwer-
tigere Designs, kürzere Markteinführungszeiten 
und Kosteneinsparungen, was letztendlich zu 
mehr Innovation und Wettbewerbsfähigkeit auf 
dem Markt führt. 

Mit der fortschreitenden technologischen Ent-
wicklung wird die Bedeutung der Zusammen-
arbeit beim Leiterplatten-Design weiter zuneh-
men und zu einem grundlegenden Aspekt der 
erfolgreichen Entwicklung elektronischer Pro-
dukte werden.
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